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TENTTI 22.1.2001
Kirjallisuuden kaytto kielletty

1.

Kerro lyhyesti mitéd seuraavilla termeillé tarkoitetaan (yht. 6 p):
a) DCA

b) CSP

c) TAB

Esittele lyhyesti eri MCM-tekniikat. (6 p)
Passiivikomponenttien integrointi puolijohteelle. (6 p)

Mité vaatimuksia optoelektroniikka asettaa pakkaustekniikalle? (6 p)

Vilitdyteaineiden (eli underfillien) kaytt6 elektroniikkakokoonpanoissa. (6 p)



